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基本信息

 人工智能：嵌入式视觉、AIOT 技术与应用

 物联网：IOT芯片、操作系统、5G与IOT安全

主要议题

会议时间：
2021年4月15日

主办单位：
慕尼黑展览（上海）有限公司

会议地点：
上海新国际博览中心

2020听众分析

到场听众人数：284

演讲资料提交：
-中英文演讲题目、演讲文简介和照片、250字演讲摘要提交：截止日期2020年12月31日

-演讲PPT提交：截止日期2021年1月30日

2020 听众抽样

会议语言：
中文或英文，现场不提供同声传译

（建议英文演讲嘉宾使用双语PPT）

吉利汽车研究院

中欧汽车

延锋伟世通电子科技（上海）有限公司

重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司

上海纳恩汽车技术有限公司

舍弗勒（中国）有限公司

中铁上海设计院集团有限公司

中国移动通信集团有限公司

华为技术有限公司

中兴通讯股份有限公司

上海兆越通讯技术有限公司

上海东涵通讯科技有限公司

上海联影医疗科技有限公司

安捷伦科技(中国)有限公司

上海力孚医疗器械有限公司

安图生物股份有限公司

松下电气机器（北京）有限公司

格力电器股份有限公司

爱科机器人有限公司

苏州协同创新机器人研究院

亚马逊

上海航天国合科技发展有限公司

中国空空导弹研究院

2020名师名企

深圳中科龙智
数字技术有限
公司

张伟伟博士
总经理

安谋科技(中国)
有限公司

李黎明
市场经理

Allied Vision

江林
产品销售经理

单片机与嵌入式
系统应用杂志社

何小庆
编委会副主任

湖南大学

谢国琪博士

副教授

上海芯旺微电子
技术有限公司

卢恒洋
FAE经理

赛普拉斯半导
体技术

赵向阳
市场经理

中科创达软件股
份有限公司

邹鹏程
CTO

南昌大学

吴武飞
讲师

 按工作职能划分  按应用领域划分


